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106 318, 418 (57) Zusammenfassung: Es wird eine
lichtemittierende Bauelement-Anordnung
(100) bereitgestellt, die aufweist:
mindestens eine flexible Leiterplatte (102);

00 mindestens ein lichtemittierendes
© FIG 5 Bauelement (200), das mit der flexiblen

Leiterplatte gekoppelt ist; mindestens ein

o elektromechanisches Verbindungsteil (300,
400); wobei das Verbindungsteil (300, 400)

mechanisch an der flexiblen Leiterplatte befestigt ist und elektrisch mit dem lichtemittierenden Bauelement (200) gekoppelt ist, und
wobei das Verbindungsteil (300, 400) einen elektromechanischen Anschluss (310, 410) aufweist zum mechanischen und
elektrischen Anschliessen eines Leiterplatten-externen Verbindungselements (320, 420).



Beschreibung

Lichtemittierende Bauelement-Anordnung

Die Erfindung betrifft eine lichtemittierende Bauelement-

Anordnung .

Um ein homogenes Leuchtbild von einer Lichtquellenvorrich

tung, beispielsweise von einer Flächenlichtquellen, im Fol-

genden auch bezeichnet als Flächenstrahler (zum Beispiel

OLED-Lichtkacheln (OLED: Organische Leuchtdiode), LED-

Leuchtplatten (LED: Leuchtdiode) oder OLEC-Lichtquelle (OLEC:

auf Kohlenstoff basierende organische Leuchtdiode) , zu errei

chen, werden üblicherweise allseitige Kontaktierungen einge-

setzt. Dazu sind sowohl auf einer einzelnen Flächenlichtquel

le elektrische Verbindungen notwendig als auch zwischen meh

reren dieser Flächenlichtquellen. Diese elektrischen Verbin

dungen und deren elektrische Rückleitung zu mindestens einer

gemeinsamen Anschlussstelle benötigen Platz, was insbesondere

im Bereich einer Flächenlichtquelle selbst zu einem erhöhten

Flächenbedarf bzw. einer erhöhten Gesamtdicke führt. An Stel

len, an denen mehrere Drähte isoliert voneinander übereinan

der geführt werden müssen (Kreuzungspunkte) , führt dies sogar

zu fast einer Verdoppelung der durch die Kabel bestimmten Di-

cke der Lichtquellenvorrichtung.

Von der Firma LEDON OLED Lighting GmbH & Co. KG ist eine

OLED-Lichtquellenvorrichtung bekannt, bei der die OLED auf

einer gedruckten Leiterplatte (Printed Circuit Board, PCB)

angeordnet ist.

Ferner ist es bekannt, über eine flexible Leiterplatte und

deren Lötpunkte nur die elektrische Versorgung der Lichtquel

lenvorrichtung sicherzustellen. Zur mechanischen Befestigung

eines Leiterplatten-externen Anschlusses ist eine zusätzliche

mechanische Befestigungsvorrichtung (z.B. eine zusätzliche

Klemmung) erforderlich.



In verschiedenen Ausführungsformen wird eine lichtemittieren

de Bauelement-Anordnung bereitgestellt, die eine einfachere

elektrische und mechanische Verbindung der Lichtquelle der

lichtemittierenden Bauelement-Anordnung mit einem Leiterplat-

ten-externen Anschluss ermöglicht.

In verschiedenen Ausführungsformen wird eine lichtemittieren

de Bauelement-Anordnung bereitgestellt, aufweisend: mindes

tens eine flexible Leiterplatte; mindestens ein lichtemittie-

rendes Bauelement, das mit der flexiblen Leiterplatte gekop

pelt ist; mindestens ein elektromechanisches Verbindungsteil;

wobei das Verbindungsteil mechanisch an der flexiblen Leiter

platte befestigt ist und elektrisch mit dem lichtemittieren

den Bauelement gekoppelt ist, und wobei das Verbindungsteil

einen elektromechanischen Anschluss aufweist zum mechanischen

und elektrischen Anschließen eines Leiterplatten-externen

Verbindungselements .

In einer Ausgestaltung kann das mindestens eine lichtemittie-

rende Bauelement mindestens ein organisches lichtemittieren

des Bauelement aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann die lichtemittierende Bau

element-Anordnung mehrere flexible Leiterplatten aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann das mindestens eine licht

emittierende Bauelement mindestens eine organische Leuchtdio

de aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann das mindestens eine Verbin

dungsteil in oder an einem Randbereich des lichtemittierenden

Bauelements befestigt sein.

In noch einer Ausgestaltung kann das mindestens eine Verbin-

dungsteil an die flexible Leiterplatte gelötet, geklebt, ge

steckt, und/oder geklemmt sein.



In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechanische An-

schluss ein Steckverbinderteil aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechanische An-

schluss einen Stecker aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechanische An-

schluss mindestens einen Haken aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechanische An-

schluss mindestens einen Ba onettanschluss aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann der elektromechanische An-

schluss mindestens eine Klemme aufweisen.

In noch einer Ausgestaltung kann die flexible Leiterplatte

mehrere Kontaktbereiche aufweisen, wobei jeder Kontaktbereich

einen Anoden-Kontaktbereich und einen Kathoden-Kontaktbereich

aufweist; wobei mehrere Verbindungsteile vorgesehen sein kön

nen, wobei ein erstes Verbindungsteil mit dem Anoden-

Kontaktbereich eines ersten Kontaktbereichs der mehreren Kon

taktbereiche elektrisch gekoppelt ist und von dem Kathoden-

Kontaktbereich des ersten Kontaktbereichs elektrisch isoliert

ist, und wobei ein zweites Verbindungsteil mit dem Kathoden-

Kontaktbereich eines zweiten Kontaktbereichs der mehreren

Kontaktbereiche elektrisch gekoppelt ist und von dem Anoden-

Kontaktbereich des zweiten Kontaktbereichs elektrisch iso

liert ist.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren darge

stellt und werden im Folgenden näher erläutert.

Es zeigen

Figur 1 eine Draufsicht auf einen Teil einer lichtemittieren

den Bauelement-Anordnung gemäß einem Ausführungsbei

spiel;



Figur 2 eine Querschnittsansicht durch ein lichtemittierendes

Bauelement der lichtemittie renden Bauelement-

Anordnung aus Figur 1 gemäß einem Ausführungsbei-

spiel ;

Figuren 3A bis 3D verschiedene Elemente einer lichtemittie

renden Bauelement-Anordnung aus Figur 1 gemäß einem

Ausführungsbeispiel ;

Figuren 4A bis 4D verschiedene Elemente einer lichtemittie

renden Bauelement-Anordnung aus Figur 1 gemäß einem

Ausführungsbeispiel ;

Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer lichtemittierenden

Bauelement-Anordnung aus Figur 1 gemäß einem Ausfüh

rungsbeispiel mit einem Verbindungsteil; und

Figuren 6A bis 6C verschiedene Elemente einer lichtemittie

renden Bauelement-Anordnung aus Figur 1 gemäß einem

Ausführungsbeispiel .

In der folgenden ausführlichen Beschreibung wird auf die bei

gefügten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser bilden

und in denen zur Veranschaulichung spezifische Ausführungs

formen gezeigt sind, in denen die Erfindung ausgeübt werden

kann. In dieser Hinsicht wird Richtungsterminologie wie etwa

„oben", „unten", „vorne", „hinten", „vorderes", „hinteres",

usw. mit Bezug auf die Orientierung der beschriebenen Fi

gur (en) verwendet. Da Komponenten von Ausführungsformen in

einer Anzahl verschiedener Orientierungen positioniert werden

können, dient die Richtungsterminologie zur Veranschaulichung

und ist auf keinerlei Weise einschränkend. Es versteht sich,

dass andere Ausführungsformen benutzt und strukturelle oder

logische Änderungen vorgenommen werden können, ohne von dem

Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es ver

steht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen ver

schiedenen beispielhaften Ausführungsformen miteinander kom

biniert werden können, sofern nicht spezifisch anders angege-



ben. Die folgende ausführliche Beschreibung ist deshalb nicht

in einschränkendem Sinne aufzufassen, und der Schutzumfang

der vorliegenden Erfindung wird durch die angefügten Ansprü

che definiert.

Im Rahmen dieser Beschreibung werden die Begriffe "verbun

den", "angeschlossen" sowie "gekoppelt" verwendet zum Be

schreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten

Verbindung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie

einer direkten oder indirekten Kopplung. In den Figuren wer

den identische oder ähnliche Elemente mit identischen Bezugs

zeichen versehen, soweit dies zweckmäßig ist.

Fig.l zeigt eine Draufsicht auf einen Teil einer lichtemit

tierenden Bauelement-Anordnung 100 gemäß einem Ausführungs

beispiel. In verschiedenen Ausführungsbeispielen weist die

lichtemittierende Bauelement-Anordnung 100 mindestens eine

organische Leuchtdiode (OLED) auf. In anderen Ausführungsbei

spielen kann die lichtemittierende Bauelement-Anordnung 100

jedoch auch beliebige andere Flächenlichtquellen aufweisen,

beispielsweise eine oder mehrere Leuchtdioden (LED) , bei

spielsweise in Form von einer LED-Leuchtplatte oder eine oder

mehrere auf Kohlenstoff basierende organische Leuchtdiode (n)

(OLEC) . Die lichtemittierende Bauelement-Anordnung 100 bildet

anschaulich ein Lichtquellenmodul, welches mit anderen Licht

quellenmodulen in beliebiger Weise verschaltet werden kann.

Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht durch die lichtemittie

rende Bauelement-Anordnung 100 aus Fig.l gemäß einem Ausfüh-

rungsbeispiel mit einer OLED als Lichtquelle, anders ausge

drückt als lichtemittierendes Bauelement. Es ist anzumerken,

dass eine beliebig anders aufgebaute OLED in der lichtemit

tierenden Bauelement-Anordnung 100 in verschiedenen Ausfüh

rungsbeispielen vorgesehen sein kann.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen weist die Lichtquelle

200, beispielsweise die OLED, der Lichtquellenvorrichtung 100

ein Substrat 202 auf sowie eine erste Elektrode 204, im Fol-



genden auch bezeichnet als Grundelektrode 204, die auf dem

Substrat aufgebracht ist, beispielsweise abgeschieden.

Ein "Substrat" 202, wie es hierin verwendet wird, kann zum

Beispiel ein für ein elektronisches Bauelement üblicherweise

verwendetes Substrat 202 aufweisen. Das Substrat 202 kann ein

transparentes Substrat 202 sein. Das Substrat 202 kann jedoch

auch ein nicht transparentes Substrat 202 sein. Beispielswei

se kann das Substrat 202 Glas, Quarz, Saphir, Kunststof ffo-

lie (n) , Metall, Metallfolie (n) , Siliziumwaf er oder ein ande

res geeignetes Substratmaterial aufweisen. Ein Metallsubstrat

wird beispielsweise verwendet, wenn nicht direkt darauf die

Elektroden-Auf wachsschicht angeordnet ist. Als Substrat 202

wird in verschiedenen Ausgestaltungen die Schicht verstanden,

auf der bei der Herstellung der Lichtquellenvorrichtung 100

nachfolgend alle anderen Schichten aufgebracht werden. Solche

nachfolgenden Schichten können z.B. bei einer Lichtquellen

vorrichtung 100 für die Strahlungsemission erforderliche

Schichten sein.

Ein Metallsubstrat kann beispielsweise verwendet werden, wenn

nicht direkt darauf die Elektroden-Auf wachsschicht , wie sie

im Folgenden noch näher erläutert wird, angeordnet ist. In

verschiedenen Ausführungsbeispielen kann die Grundelektrode

204 beispielsweise eine Anode sein und beispielsweise aus In

dium-dotiertem Zinnoxid (ITO) gebildet sein oder werden.

Die erste Elektrode 204 kann eine Anode oder eine Kathode

sein. Die erste Elektrode 204 kann lochinjizierende oder

elektroneninjizierende Funktionen aufweisen.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen können/kann das Sub

strat 202 und/oder die erste Elektrode 204 transparent ausge

bildet sein.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen kann die erste Elekt

rode 204 mittels Sputterns oder mittels thermischen Verdamp

fens aufgebracht werden. In verschiedenen Ausf ührungsbeispie



len kann die erste Elektrode 204 eine Schichtdicke aufweisen

in einem Bereich von ungefähr 5 n bis ungefähr 300 nm, bei

spielsweise eine Schichtdicke in einem Bereich von ungefähr

100 nm bis ungefähr 200 nm.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen ist oder sind auf der

ersten Elektrode 204 eine oder mehrere organische Funktions

schichten 206 zum Ladungstransport und zur Lichterzeugung,

wie beispielsweise eine fluoreszierende und/oder eine phos-

phoreszierende Emitterschicht, aufgebracht.

Beispiele für Emittermaterialien, die in einer OLED gemäß

verschiedenen Ausführungsbeispielen vorgesehen werden können,

schließen organische oder organometallische Verbindungen, wie

Derivate von Polyfluoren, Polythiophen und Polyphenylen (z.B.

2- oder 2,5-substituiertes Poly-p-phenylenvinylen) sowie Me

tallkomplexe, beispielsweise Iridium-Komplexe wie blau phos

phoreszierendes FIrPic (Bis (3, 5-dif luoro-2- (2-pyridyl) phenyl-

(2-carboxypyridyl) -iridium III), grün phosphoreszierendes

Ir (ppy) 3 (Tris (2-phenylpyridin) iridium III), rot phosphores

zierendes Ru (dtb-bpy) 3*2 (PFg) (Tris [4, 4 '-di-tert-butyl-

(2, ' )-bipyridin] ruthenium (III) komplex) sowie blau fluores

zierendes DPAVBi (4, 4-Bis [4- (di-p-

tolylamino) styryl] biphenyl) , grün fluoreszierendes TTPA

(9 , 10-Bis [N, -di- (p-tolyl) -amino] anthracen) und rot fluores

zierendes DCM2 (4-Dicyanomethylen) -2-methyl-6- julolidyl-9-

enyl-4H-pyran) als nichtpolymere Emitter ein. Solche nichtpo-

lymeren Emitter sind beispielsweise mittels thermischen Ver

dampfens abscheidbar. Ferner können Polymeremitter eingesetzt

werden, welche insbesondere mittels nasschemischen Verfahren,

wie beispielsweise Spin Coating, abscheidbar sind.

Die Emittermaterialien können in geeigneter Weise in einem

Matrixmaterial eingebettet sein.

Die Emittermaterialien der Emitterschichten der OLED können

beispielsweise so ausgewählt sein, dass das elektronische

Bauelement Weißlicht emittiert. Die Emitterschicht kann meh-



rere verschiedenfarbig (zum Beispiel blau und gelb oder blau,

grün und rot) emittierende Emittermaterialien aufweisen, al

ternativ kann die Emitterschicht auch aus mehreren Teil

schichten aufgebaut sein, wie einer blau fluoreszierenden

Emitterschicht, einer grün phosphoreszierenden Emitterschicht

und einer rot phosphoreszierenden Emitterschicht. Durch die

Mischung der verschiedenen Farben kann die Emission von Licht

mit einem weißen Farbeindruck resultieren. Alternativ kann

auch vorgesehen sein, im Strahlengang der durch diese Schich-

ten erzeugten Primäremission ein Konvertermaterial anzuord

nen, das die Primärstrahlung zumindest teilweise absorbiert

und eine Sekundärstrahlung anderer Wellenlänge emittiert, so

dass sich aus einer (noch nicht weißen) Primärstrahlung durch

die Kombination von primärer und sekundärer Strahlung ein

weißer Farbeindruck ergibt.

Es können weitere organische Funktionsschichten vorgesehen

sein, die beispielsweise dazu dienen, die Funktionalität und

damit die Effizienz des elektronischen Bauelements weiter zu

verbessern.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in alternativen Ausführungs

beispielen jede geeignete Form von lichtemittierenden Funkti

onsschichten, beispielsweise organische Funktionsschichten

vorgesehen sein können und die Erfindung nicht beschränkt ist

auf eine spezielle Art von Funktionsschicht (en) .

In verschiedenen Ausführungsbeispielen kann optional auf der

einen oder den mehreren organischen Funktionsschichten 206

ein transparenter elektrisch leitfähiger (beispielsweise me

tallischer) Deckkontakt 208, beispielsweise in Form einer

zweiten Elektrode 208, abgeschieden sein. Die zweite Elektro

de 208 kann gebildet werden, indem eine (beispielsweise op

tisch transparente) Metallschicht mit einer Schichtdicke auf-

gebracht wird von 5 nm bis ungefähr 300 nm, beispielsweise

eine Schichtdicke in einem Bereich von ungefähr 100 nm bis

ungefähr 200 nm.



Die Metallschicht kann mindestens eines der folgenden Metalle

aufweisen: Aluminium, Barium, Indium, Silber, Kupfer, Gold,

Magnesium, Samarium, Platin, Palladium, Calcium und Lithium

sowie Kombinationen derselben oder dieses Metall oder eine

Verbindung aus diesem Metall oder aus mehreren dieser Metal

le, beispielsweise eine Legierung.

Die die Metallschicht aufweisende zweite Elektrode 208 ist

beispielsweise, wenn die erste Elektrode 204 eine Anode ist,

eine Kathode.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen weist die transparente

metallische Deckelektrode 208 eine 10 nm dicke Schicht aus

Silber auf oder besteht aus derselben, wobei die transparente

metallische Deckelektrode 208 mittels thermischen Verdampfens

aufgebracht werden kann.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen weist die transparente

metallische Deckelektrode 208 eine 10 nm dicke Schicht aus

Silber auf oder besteht aus derselben, wobei die transparente

metallische Deckelektrode 208 mittels thermischen Verdampfens

aufgebracht werden kann.

Wie weiterhin in Fig. 2 gezeigt ist, wird auf die freie Ober-

fläche des transparenten elektrisch leitfähigen Deckkontakts

208 eine optische Anpassungsschicht 210 zur Lichtauskopplung

aufgebracht, beispielsweise abgeschieden oder gesputtert.

Die in Fig. 2 dargestellte OLED als eine Implementierung einer

Lichtquellenvorrichtung 100 gemäß verschiedenen Ausführungs

beispielen ist als Top-/Bottom-Emitter ausgestaltet. In al

ternativen Ausführungsbeispielen kann die Lichtquellenvor

richtung 100 als „Bottom-Emitter" oder als „Top-Emitter" aus

geführt sein.

Ganz allgemein gilt, dass bei einem Top-Emitter oder einem

Bottom-Emitter eine Elektrode der Strahlungsemittierenden

Vorrichtung in Form der Aufwachselektrode gemäß verschiedenen



Ausführungsbeispielen transparent und die andere Elektrode

reflektierend ausgeführt sein kann. Alternativ dazu können

auch beide Elektroden transparent ausgeführt sein.

Der Begriff „Bottom-Emitter", wie er hierin verwendet wird,

bezeichnet eine Ausführung, die zu der Substratseite der OLED

hin transparent ausgeführt ist. Beispielsweise können dazu

wenigstens das Substrat 202, die Elektrode und die zwischen

dem Substrat 202 und der Elektrode angeordnete Elektroden-

Aufwachsschicht transparent ausgeführt sein. Eine als Bottom-

Emitter ausgeführte OLED kann demnach beispielsweise in den

organischen Funktionsschichten 208 erzeugte Strahlung auf der

Substratseite 202 der OLED emittieren.

Der Begriff „Top-Emitter", wie er hierin verwendet wird, be

zeichnet beispielsweise eine Ausführung, die zu der Seite der

zweiten Elektrode der OLED hin transparent ausgeführt ist.

Insbesondere können dazu die Elektroden-Auf wachsschicht und

die zweite Elektrode transparent ausgeführt sein. Eine als

Top-Emitter ausgeführte OLED kann demnach beispielsweise in

den organischen Funktionsschichten erzeugte Strahlung auf der

Seite der zusätzlichen Elektrode der OLED emittieren.

Eine als Top-Emitter ausgestaltete lichtemittierende Bauele-

ment-Anordnung 100 gemäß verschiedenen Ausführungsbeispielen,

bei welchem die Elektroden-Auf wachsschicht und die Metall

schicht als Deckkontakt vorgesehen sind, kann in vorteilhaf

ter Weise eine hohe Lichtauskopplung und eine sehr geringe

Winkelabhängigkeit der Strahlungsdichte aufweisen. Die strah-

lungsemittierende Vorrichtung gemäß verschiedenen Ausfüh

rungsbeispielen kann in vorteilhafter Weise für Beleuchtun

gen, wie beispielsweise Raumleuchten, eingesetzt werden.

Eine Kombination aus Bottom-Emitter und Top-Emitter ist eben-

so in verschiedenen Ausführungsbeispielen vorgesehen. Bei ei

ner solchen Ausführung ist die lichtemittierende Bauelement-

Anordnung 100 allgemein in der Lage, das in den organischen

Funktionsschichten 208 erzeugte Licht in beide Richtungen -



also sowohl zu der Substratseite als auch zu der Seite der

zweiten Elektrode hin - zu emittieren.

In einer weiteren Ausführungsform ist zwischen der Elektrode

und der zusätzlichen Elektrode wenigstens eine dritte Elekt

rode angeordnet und die Elektroden-Auf wachsschicht ist auf

der dem Substrat 202 zugewandten Seite der dritten Elektrode

angeordnet .

Die „dritte Elektrode" kann als Zwischenkontakt fungieren.

Sie kann dazu dienen, einen Ladungstransport durch die

Schichten der lichtemittierende Bauelement-Anordnung 100 hin

durch zu erhöhen und damit die Effizienz der lichtemittieren

de Bauelement-Anordnung 100 zu verbessern. Die dritte Elekt-

rode kann als ambipolare Schicht ausgestaltet sein; sie kann

als Kathode oder Anode ausgestaltet sein.

Ebenso wie die Elektrode und die zusätzliche Elektrode ist

die dritte Elektrode elektrisch kontaktiert.

In einer Weiterbildung der lichtemittierenden Bauelement-

Anordnung 100 sind als organische Funktionsschichten eine

Emitterschicht und eine oder mehrere weitere organische Funk

tionsschichten enthalten. Die weiteren organischen Funktions-

schichten können ausgewählt sein aus der Gruppe, bestehend

aus Lochinjektionsschichten, Lochtransportschichten, lochblo

ckierenden Schichten, Elektroneninjektionsschichten, Elektro-

nentransportschichten und elektronenblockierenden Schichten.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen weist die OLED eine im

Wesentlichen Lambertsche Abstrahlcharakteristik auf. Der Beg

riff „Lambertsche Abstrahlcharakteristik", wie er hierin ver

wendet wird, bezeichnet das ideale Abstrahlverhalten eines so

genannten Lambert-Strahlers. Eine „im Wesentlichen" Lambert-

sehe Abstrahlcharakteristik, wie sie hierin bezeichnet ist,

meint dabei insbesondere, dass die Abstrahlcharakteristik,

welche sich nach der Formel



I ( Θ ) = I Q · cos©

berechnet und in der Ig die Intensität bezogen auf eine Flä

chennormale ist und Θ den Winkel zur Flächennormalen angibt,

für einen gegebenen Winkel, insbesondere bei einem Winkel

zwischen -70° und +70°, für jeden gegebenen Winkel Θ um

nicht mehr als 10 % von der Intensität gemäß der oben genann

ten Formel abweicht, also I ( Θ ) = I cos© · x , wobei x = 90

% - 110 % .

Auf diese Weise kann es möglich sein, eine nach allen Rich

tungen konstante Strahldichte bzw. Leuchtdichte der OLED zu

erreichen, so dass die OLED in allen Richtungen gleich hell

scheint. Die Helligkeit der OLED kann sich in vorteilhafter

Weise auch dann nicht ändern, wenn es gegenüber der Blick

richtung verkippt wird.

In einer weiteren Ausführungsform beträgt die Transparenz der

OLED größer oder gleich 60 % . Beispielsweise kann die Trans-

parenz größer oder gleich 65 % betragen. Die Transparenz wird

mittels Intensitätsmessungen gemessen, indem vorgegebene Wel

lenlängenbereiche abgetastet und die durch die Strahlungs

emittierende Vorrichtung tretende Lichtmenge erfasst werden.

In dem Fall einer transparenten OLED kann die flex-PCB so

gestaltet sein, dass alle Funktionalitäten außerhalb der

Lichtaustrittsflächen liegen.

Der Begriff „Transparenz", wie er hierin verwendet wird, be

zeichnet die Fähigkeit der einzelnen Schichten des elektroni-

sehen Bauelements gemäß verschiedenen Ausführungsbeispielen,

elektromagnetische Wellen - und insbesondere sichtbares Licht

- durchzulassen.

Die Transparenz der OLED gemäß verschiedenen Ausführungsbei-

spielen beträgt im Regelfall zumindest für wenigstens eine

konkrete Wellenlänge mehr als 60 % , vorzugsweise mehr als

65 % . Beispielsweise kann die Transparenz für wenigstens eine

Wellenlänge in einem Wellenlängenbereich von etwa 400 nm bis



etwa 650 n mehr als 60 % und beispielsweise mehr als 65 %

betragen .

Die OLED gemäß verschiedenen Ausführungsbeispielen kann fer-

ner weitere Funktionsschichten, wie beispielsweise Antirefle-

xionsschichten, Streuschichten, Schichten zur Farbkonversion

von Licht und/oder mechanische Schutzschichten, aufweisen.

Derartige Schichten können beispielsweise auf der Metall

schicht der Aufwachselektrode angeordnet sein. Die Funktions-

schichten können beispielsweise mittels thermischen Verdamp

fens abgeschieden werden. Diese Schichten können die Funktion

und Effizienz der OELD weiter verbessern.

Weiterhin kann, wie in Fig. 2 dargestellt ist, die freiliegen-

de Oberfläche des Substrats 202 auf einer flexiblen Leiter

platte 102 (Flexible Printed Circuit Board, FPCB) angeordnet

sein. Die Leiterplatte 102 kann eine Materialschicht oder ei

ne Mehrzahl (grundsätzlich eine beliebige Anzahl) von Leiter

plattenschichten aufweisen. Weiterhin kann die Leiterplatte

102 eine oder mehrere (strukturierte) elektrisch leitfähige

Schichten aufweisen, welche eine oder mehrere elektrisch

leitfähige (beispielsweise metallische) Leiterbahnen aufwei

sen kann. Die Leiterplatte kann beispielsweise Kunststoff

aufweisen oder daraus gefertigt sein, beispielsweise Polyi-

mid.

Das Vorsehen einer Leiterplatte mit Leiterbahnen ermöglicht

den Verzicht auf erheblichen Platz benötigende Kabel zur

Rückführung eines elektrischen Potentials durch die licht-

emittierende Bauelement-Anordnung 100, wobei die lichtemit

tierende Bauelement-Anordnung 100 überbrückt wird, ohne dass

der rückgeführte elektrische Strom durch die lichtemittieren

de Bauelement-Anordnung 100 (und damit beispielsweise durch

die in Fig. 2 dargestellten Schichten der OLED) selbst geführt

wird, sondern lediglich durch die für die Rückführung vorge

sehenen Leiterbahn (en) der Leiterplatte 102.



Die Verwendung von einer Leiterplatte oder von mehreren dün

nen Leiterplatten, die auch flexibel ausgeführt sein können,

ermöglichen somit in verschiedenen Ausführungsbeispielen die

einfache Verdrahtung einer oder mehrerer der Flächenlicht-

quellen. Diese Leiterplatten können sehr dünn gestaltet wer

den, um den Dickenauftrag zu verringern. Mehrlagige Leiter

platten (anders ausgedrückt beispielsweise Leiterplatten mit

mehreren Leiterbahnebenen) ermöglichen die Realisierung von

Kreuzungspunkten in sehr dünner Art und Weise. Die Reihen-

Schaltung mehrerer Flächenlichtquellen kann durch die Integ

ration eines oder mehrerer Durchführungen in einer solchen

Leiterplatte gelöst werden, ohne dass zusätzliche Kabel not

wendig sind. Eine solche Durchführung wird in der Leiterplat

te 102 durch eine leitfähige Ebene gebildet, die nur in be-

stimmten Teilen der Leiterplatte 102 enthalten sein braucht.

Andere Bereiche der Leiterplatte 102 können bewusst ausgelas

sen werden, um auch transparente Flächenlichtquellen an die

sen Stellen nicht zu beeinflussen. Die Ausführung als flexib

le Leiterplatte ermöglicht auch die Verwendung zur Kontaktie-

rung flexibler Flächenlichtquellen.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen weist die lichtemit

tierende Bauelement-Anordnung 100 in Draufsicht eine beliebi

ge Form auf, beispielsweise eine runde Form (z.B. kreisförmig

oder ellipsenförmig) auf, alternativ eine Form mit einer

grundsätzlich beliebigen Anzahl von Ecken und Kanten (z.B.

eine polygonale Form wie beispielsweise die Form eines Drei

ecks, Vierecks (z.B. Rechteck), Fünfeck, Sechseck, Siebeneck,

Achteck, etc., regelmäßig oder unregelmäßig).

In der in Fig.l dargestellten Implementierung weist die

lichtemittierende Bauelement-Anordnung 100 in Draufsicht die

Form eines regelmäßigen Achtecks auf.

Die Leiterplatte 102 kann eine an die Form der lichtemittie

rende Bauelement-Anordnung 100 angepasste Form aufweisen,

beispielsweise in der Gesamtform oder nur in Teilen, bei

spielsweise in einem Außenbereich oder Randbereich des licht-



emittierenden Bauelements, in dem beispielsweise Anschlüsse

zum Zuführen oder Bereitstellen von elektrischer Energie (in

Form von elektrischem Strom oder elektrischem Potential) vor

gesehen sein können. In verschiedenen Ausführungsbeispielen

weist die Leiterplatte 102 eine Ringform auf, die einen ring

förmigen Bereich 104 und an einigen Bereichen entlang des Um-

fangs des ringförmigen Bereichs 104 sich nach außen erstre

ckende Bereiche (beispielsweise Rechteckbereiche) 106 (bei

spielsweise im Folgenden auch bezeichnet als Randbereiche)

aufweist.

Die Leiterplatte 102 weist in verschiedenen Ausführungsbei

spielen mehrere mit der Lichtquelle 200 gekoppelte Anschlüsse

108 auf, die je nach externer Kontaktierung als Eingangsan-

Schlüsse oder als Ausgangsanschlüsse dienen können.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen kann jeder der An

schlüsse 108 einen ersten Potential-Anschluss 110 zum vor

richtungsexternen Kontaktieren mit einem ersten elektrischen

Potential (beispielsweise einen ersten Potential-

Eingangsanschluss 110 zum Zuführen eines ersten elektrischen

Potentials oder einen ersten Potential-Ausgangsanschluss 110

zum Bereitstellen eines ersten elektrischen Potentials) auf

weisen sowie einen zweiten Potential-Anschluss 112 zum vor-

richtungsexternen Kontaktieren mit einem zweiten elektrischen

Potential (welches gleich oder unterschiedlich sein kann wie

das erste elektrische Potential (beispielsweise einen zweiten

Potential-Eingangsanschluss 112 zum Zuführen eines zweiten

elektrischen Potentials oder einen zweiten Potential-

Ausgangsanschluss 112 zum Bereitstellen eines zweiten elekt

rischen Potentials) . Das erste elektrische Potential kann hö

her sein als das zweite elektrische Potential und ist in

Fig.l auch mit dem Symbol „+ bezeichnet; entsprechend ist

das zweite elektrische Potential in Fig.l auch mit dem Symbol

bezeichnet. Somit kann in verschiedenen Ausführungsbei

spielen der erste Potential-Anschluss 110 als Kathoden-

Bereich bezeichnet werden und der zweite Potential-Anschluss

112 kann als Anoden-Bereich bezeichnet werden. Ein jeweiliger



erster Potential-Anschluss 110 und ein jeweiliger zweiter Po-

tential-Anschluss 112 sind in einem gemeinsamen Kontaktbe

reich enthalten.

Auch wenn bei der Leiterplatte 102 gemäß Fig.l acht Anschlüs

se 108 vorgesehen sind, ist anzumerken, dass grundsätzlich

eine beliebige Anzahl von Anschlüssen vorgesehen sein kann,

beispielsweise zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht

oder mehr.

Der erste Potential-Anschluss 110 kann in verschiedenen Aus

führungsbeispielen mit einem ersten Kontakt, beispielsweise

der ersten Elektrode (beispielsweise der ersten Elektrode

204), beispielsweise der Anode, der Lichtquelle 200 verbunden

sein, und der zweite Potential-Anschluss 112 kann mit einem

zweiten Kontakt, beispielsweise der zweiten Elektrode (bei

spielsweise der zweiten Elektrode 208), beispielsweise der

Kathode, der Lichtquelle 200 verbunden sein. In alternativen

Ausführungsbeispielen kann der erste Potential-Anschluss 110

mit der Kathode der Lichtquelle 200 verbunden sein und der

zweite Potential-Anschluss 112 kann mit der Anode der Licht

quelle 200 verbunden sein.

Weiterhin kann gemäß verschiedenen Ausführungsbeispielen je-

der der Anschlüsse 108 einen Überbrückungsanschluss 114 (im

Folgenden auch bezeichnet als Durchleitungsanschluss 114)

aufweisen. Ein Überbrückungsanschluss 114 ist in verschiede

nen Ausführungsbeispielen elektrisch nicht mit der Lichtquel

le 200 selbst gekoppelt, sondern mittels einer oder mehreren

Leiterbahnen der Leiterplatte 102 mit einem anderen Überbrü

ckungsanschluss 114 der Leiterplatte 102, womit ein an einen

Überbrückungsanschluss 114 der Leiterplatte 102 angelegtes

elektrisches Potential lediglich durch die Leiterplatte 102

an der Lichtquelle 200 vorbei „durchgeschleift" wird und an

dem anderen Überbrückungsanschluss 114, mit dem der Überbrü

ckungsanschluss 114 gekoppelt ist, extern einer anderen

Lichtquellenvorrichtung 102 oder einem anderen elektronischen

Gerät bereitgestellt wird. In verschiedenen Ausf ührungsbei-



spielen ist die mindestens eine als Rückführung dienende Lei

terbahn in die Leiterplatte 102 (monolithisch) integriert.

Es ist anzumerken, dass in verschiedenen Ausf ührungsbeispie-

len ein oder mehrere Überbrückungsanschlüsse 114 unabhängig

von einem Anschluss 108 und beispielsweise unabhängig von den

Potential-Anschlüssen der Anschlüsse 108, wie sie oben be

schrieben worden sind, separat vorgesehen sein können.

Weiterhin kann die Leiterplatte 102 noch eine Schutzdiode

116, beispielsweise in Form einer Schottky-Diode 116, aufwei

sen .

Weiterhin kann die lichtemittierende Bauelement-Anordnung in

verschiedenen Ausführungsbeispielen eine oder mehrere Getter-

Elemente aufweisen, die aus einem Getter-Material bestehen

oder dieses aufweisen zum Binden beispielsweise von Sauer

stoff und/oder Wasser oder dergleichen.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen kann eine Dünnfilmver-

kapselung vorgesehen sein. Unter einer „Dünnf ilmverkapselung"

bzw. einem „Barriere-Dünnfilm" kann im Rahmen dieser Anmel

dung beispielsweise eine Schicht oder eine Schichtenstruktur

verstanden werden, die dazu geeignet ist, eine Barriere ge-

genüber chemischen Verunreinigungen bzw. atmosphärischen

Stoffen, insbesondere gegenüber Wasser (Feuchtigkeit) und

Sauerstoff, zu bilden. Mit anderen Worten ist die Dünnfilm-

verkapselung derart ausgebildet, dass sie von OLED-

schädigenden Stoffen wie Wasser, Sauerstoff oder Lösemittel

nicht oder höchstens zu sehr geringen Anteilen durchdrungen

werden kann.

Gemäß einer Ausgestaltung kann die Dünnf ilmverkapselung als

eine einzelne Schicht (anders ausgedrückt, als Einzelschicht)

ausgebildet sein. Gemäß einer alternativen Ausgestaltung kann

die Dünnf ilmverkapselung eine Mehrzahl von aufeinander ausge

bildeten Teilschichten aufweisen. Mit anderen Worten kann ge

mäß einer Ausgestaltung die Dünnf ilmverkapselung als Schicht-



Stapel (Stack) ausgebildet sein. Die Dünnf ilmverkapselung

oder eine oder mehrere Teilschichten der Dünnf ilmverkapselung

können beispielsweise mittels eines geeigneten Abscheidever

fahrens gebildet werden, z.B. mittels eines Atomlagenabschei-

deverfahrens (Atomic Layer Deposition (ALD) ) gemäß einer Aus

gestaltung, z.B. eines plasmaunterstützten Atomlagenabschei-

deverfahrens (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition

(PEALD) ) oder eines plasmalosen Atomlageabscheideverf ahrens

(Plasma-less Atomic Layer Deposition (PLALD) ), oder mittels

eines chemischen Gasphasenabscheideverf ahrens (Chemical Vapor

Deposition (CVD) ) gemäß einer anderen Ausgestaltung, z.B. ei

nes plasmaunterstützten Gasphasenabscheideverf ahrens (Plasma

Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) ) oder eines plas

malosen Gasphasenabscheideverf ahrens (Plasma-less Chemical

Vapor Deposition (PLCVD) ), oder alternativ mittels anderer

geeigneter Abscheideverfahren.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen wird eine sehr flache

Integration von Flächenlichtquellen in verschiedenen Applika-

tionen (zum Beispiel Leuchten, Möbel, Fahrzeugen oder Konsum

gütern) , durch Vermeidung eines Dickenauftrages von Drähten

hinter den Flächenlichtquellen, bereitgestellt.

Fig.3A bis Fig.3D zeigen verschiedene Elemente einer licht-

emittierenden Bauelement-Anordnung aus Figur 1 gemäß einem

Ausführungsbeispiel ;

Fig.3A zeigt in Draufsicht in vereinfachter Darstellung die

lichtemittierende Bauelement-Anordnung 100, beispielsweise

die flexible Leiterplatte und das lichtemittierende Bauele

ment mit Randbereichen 106, die in diesem Fall in Form einer

(stufenförmigen) Randvertiefung ausgebildet sind.

Fig.3B zeigt in Draufsicht ein elektromechanisches Verbin-

dungsteil 300. Ein jeweiliges elektromechanisches Verbin

dungsteil 300 kann, wie in Fig.3A und Fig.3B mittels Pfeilen

302, 304, 306, 308 dargestellt, in einem mit einer Randver

tiefung versehenen jeweiligen Randbereich 106 vorgesehen sein



und dort befestigt sein, beispielsweise angelötet, angeklebt,

angesteckt, und/oder angeklemmt sein. Somit ist das Verbin

dungsteil 300 mechanisch an der flexiblen Leiterplatte (bei

spielsweise in oder an einem jeweiligen Randbereich 106 des

lichtemittierenden Bauelements) befestigt.

Auf der in Fig.3B nicht dargestellten Unterseite 312 (siehe

Fig.3C) des elektromechanischen Verbindungsteils 300, die auf

der freiliegenden Oberfläche des Randbereichs 106 aufliegt,

ist mindestens ein elektrisch leitfähiger Kontaktbereich 314

(siehe Fig.3C) vorgesehen, mittels dessen das elektromechani-

sche Verbindungsteil 300 mit dem ersten Potential-Anschluss

110 und/oder mit dem zweiten Potential-Anschluss 112 der fle

xiblen Leiterplatte 102 elektrisch gekoppelt sein kann.

Das elektromechanische Verbindungsteil 300 kann einen Verbin

dungsteil-Körper (allgemein Träger) 316 aufweisen, auf dessen

Unterseite der elektrisch leitfähige Kontaktbereich 314 und

auf dessen Oberseite 318 ein elektromechanischer Anschluss

310 aufgebracht ist zum mechanischen und elektrischen An

schließen eines Leiterplatten-externen Verbindungselements

320 (siehe Fig.3D). Der elektromechanische Anschluss 310 kann

als Stecker (anders ausgedrückt als männliches Steckverbin

derteil oder als Pin) ausgebildet sein oder als Buchse (an-

ders ausgedrückt als weibliches Steckverbinderteil, anders

ausgedrückt als Stecker-Auf nahmeelement ). Der elektrisch

leitfähige Kontaktbereich 314 ist in verschiedenen Ausfüh

rungsbeispielen mit dem elektromechanischen Anschluss 310

durch den Verbindungsteil-Körper 316 hindurch elektrisch ver-

bunden.

Der Verbindungsteil-Körper 316 kann in verschiedenen Ausfüh

rungsbeispielen aus elektrisch isolierendem Material herge

stellt sein, beispielsweise aus einem Kunststoff.

Fig.3C zeigt das elektromechanische Verbindungsteil 300 in

Seitenansicht .



Fig.3D zeigt ein Leiterplatten-externes Verbindungselements

320, das zu dem elektromechanischen Verbindungsteil 300 kor

respondierend ausgebildet ist, in Seitenansicht.

Wie in Fig.3D dargestellt ist, weist das Leiterplatten

externe Verbindungselement 320 ein zu dem elektromechanischen

Anschluss 310 entsprechendes Gegenstück 322 auf, in dem in

Fig.3C und Fig.3D dargestellten Beispiel ein Stecker-

Auf nahmeelement 322 (beispielsweise in Form einer Klemme 322,

beispielsweise einer Metallklemme 322), welches auf einer

ersten Seite 326 eines Verbindungselement-Körpers 324 (allge

mein eines Trägers) angeordnet ist. Auf einer der ersten Sei

te 326 gegenüberliegenden zweiten Seite 328 des Verbindungs

element-Körpers 324 sind in verschiedenen Ausf ührungsbeispie-

len elektrisch leitfähige Strukturen 330, 332, beispielsweise

Drähte 330, 332 (beispielsweise Metalldrähte 330, 332) oder

elektrisch leitfähige Bänder 330, 332 angeordnet und mittels

elektrisch leitfähiger Verbindungen 334, welche durch den

Verbindungselement-Körper 324 verlaufen, mit dem Gegenstück

322 elektrisch gekoppelt.

Auf diese Weise wird sehr einfach und kostengünstig sowohl

eine elektrische Kopplung als auch eine mechanische Kopplung

zwischen externen Leitern, beispielsweise Kabeln oder Dräh-

ten, und der flexiblen Leiterplatte 102 und dadurch mit dem

lichtemittierenden Bauelement 200, beispielsweise einer OLED

200, bereitgestellt.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen kann die mechanische

Kopplung zwischen dem elektromechanischen Anschluss 310 und

dem Leiterplatten-externen Verbindungselement 320, also bei

spielsweise die Kupplung des in der Klemme 322 aufgenommenen

Steckers 310, mechanisch lösbar eingerichtet sein. Alternativ

kann die Kupplung auch nicht-lösbar ausgebildet sein, in wel-

ehern Fall beispielsweise in dem Gegenstück 322 Strukturen,

beispielsweise Widerhaken, vorgesehen sind, die ein Lösen des

elektromechanischen Anschlusses 310 aus dem Gegenstück 322

verhindern .



Fig.4A bis Fig.4D zeigen verschiedene Elemente einer licht

emittierenden Bauelement-Anordnung aus Figur 1 gemäß einem

Ausführungsbeispiel ;

Fig.4A zeigt in Draufsicht in vereinfachter Darstellung die

lichtemittierende Bauelement-Anordnung 100, beispielsweise

die flexible Leiterplatte und das lichtemittierende Bauele

ment mit Randbereichen 106, die in diesem Fall in Form einer

(stufenförmigen) Randvertiefung ausgebildet sind.

Fig.4B zeigt in Draufsicht ein elektromechanisches Verbin

dungsteil 400. Ein jeweiliges elektromechanisches Verbin

dungsteil 400 kann, wie in Fig.4A und Fig.4B mittels Pfeilen

402, 404, 406, 408 dargestellt, in einem mit einer Randver

tiefung versehenen jeweiligen Randbereich 106 vorgesehen sein

und dort befestigt sein, beispielsweise angelötet, angeklebt,

angesteckt, und/oder angeklemmt sein. Somit ist das Verbin

dungsteil 400 mechanisch an der flexiblen Leiterplatte (bei-

spielsweise in oder an einem jeweiligen Randbereich 106 des

lichtemittierenden Bauelements) befestigt.

Auf der in Fig.4B nicht dargestellten Unterseite 412 (siehe

Fig.4C) des elektromechanischen Verbindungsteils 400, die auf

der freiliegenden Oberfläche des Randbereichs 106 aufliegt,

ist mindestens ein elektrisch leitfähiger Kontaktbereich 414

(siehe Fig.4C) vorgesehen, mittels dessen das elektromechani-

sche Verbindungsteil 400 mit dem ersten Potential-Anschluss

110 und/oder mit dem zweiten Potential-Anschluss 112 elekt-

risch gekoppelt sein kann.

Das elektromechanische Verbindungsteil 400 kann einen Verbin

dungsteil-Körper (allgemein Träger) 416 aufweisen, auf dessen

Unterseite der elektrisch leitfähige Kontaktbereich 414 und

auf dessen Oberseite 418 ein elektromechanischer Anschluss

410 aufgebracht ist zum mechanischen und elektrischen An

schließen eines Leiterplatten-externen Verbindungselements

420 (siehe Fig.4D). Der elektromechanischer Anschluss 410



kann als Haken ausgebildet sein. Der elektrisch leitfähige

Kontaktbereich 414 ist in verschiedenen Ausführungsbeispielen

mit dem elektromechanischen Anschluss 410 durch den Verbin

dungsteil-Körper 416 hindurch elektrisch verbunden.

Der Verbindungsteil-Körper 416 kann in verschiedenen Ausfüh

rungsbeispielen aus elektrisch isolierendem Material herge

stellt sein, beispielsweise aus einem Kunststoff.

Fig.4C zeigt das elektromechanische Verbindungsteil 400 in

Seitenansicht .

Fig.4D zeigt ein Leiterplatten-externes Verbindungselements

420, das zu dem elektromechanischen Verbindungsteil 400 kor-

respondierend ausgebildet ist, in Seitenansicht.

Wie in Fig.4D dargestellt ist, weist das Leiterplatten

externe Verbindungselement 420 ein zu dem elektromechanischen

Anschluss 410 entsprechendes Gegenstück 422 auf, in dem in

Fig.4C und Fig.4D dargestellten Beispiel einen korrespondie

renden Haken 422, welches auf einer ersten Seite 426 eines

Verbindungselement-Körpers 424 (allgemein eines Trägers) an

geordnet ist. Auf einer der ersten Seite 426 gegenüberliegen

den zweiten Seite 428 des Verbindungselement-Körpers 424 sind

in verschiedenen Ausführungsbeispielen elektrisch leitfähige

Strukturen 430, 432, beispielsweise Drähte 430, 432 (bei

spielsweise Metalldrähte 430, 432) oder elektrisch leitfähige

Bänder 430, 432 angeordnet und mittels elektrisch leitfähiger

Verbindungen 434, welche durch den Verbindungselement-Körper

424 verlaufen, mit dem Gegenstück 422 elektrisch gekoppelt.

Auf diese Weise wird sehr einfach und kostengünstig sowohl

eine elektrische Kopplung als auch eine mechanische Kopplung

zwischen externen Leitern, beispielsweise Kabeln oder Dräh-

ten, und der flexiblen Leiterplatte 102 und dadurch mit dem

lichtemittierenden Bauelement 200, beispielsweise einer OLED

200, bereitgestellt.



In nicht dargestellten alternativen Ausführungsbeispielen

kann der elektromechanische Anschluss auch in anderer Form

ausgebildet sein, solange das Gegenstück eine elektromechani

sche Kopplung bereitstellt. So kann beispielsweise der elekt-

romechanische Anschluss als Ba onettanschluss oder in Form

einer Klemme oder in anderer geeigneter Form ausgebildet

sein .

In verschiedenen Ausführungsbeispielen kann die mechanische

Kopplung zwischen dem elektromechanischen Anschluss 410 und

dem Leiterplatten-externen Verbindungselement 420, also bei

spielsweise die Kupplung der Haken 410, 422, mechanisch lös

bar eingerichtet sein. Alternativ kann die Kupplung auch

nicht-lösbar ausgebildet sein, in welchem Fall beispielsweise

in dem Gegenstück 422 Strukturen, beispielsweise Widerhaken,

vorgesehen sind, die ein Lösen des elektromechanischen An

schlusses 410 aus dem Gegenstück 422 verhindern.

Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht der lichtemittieren-

den Bauelement-Anordnung 100 aus Fig.l gemäß einem Ausfüh

rungsbeispiel mit einem Verbindungsteil 300, 400. Wie in

Fig. 5 dargestellt ist, ist das Verbindungsteil 300, 400 in

der Vertiefung des Randbereichs 106 aufgebracht.

Fig.6A bis Fig.6C zeigt verschiedene Elemente einer licht

emittierenden Bauelement-Anordnung aus Figur 1 gemäß einem

Ausführungsbeispiel .

In verschiedenen Ausführungsbeispielen kann die mindestens

eine flexible Leiterplatte mehrere Kontaktbereiche aufweisen,

wobei jeder Kontaktbereich einen Anoden-Kontaktbereich und

einen Kathoden-Kontaktbereich aufweist. Wie in Fig.6A darge

stellt ist mittels Pfeilen 602, 604, 606, 608 kann ein jewei

ligen Verbindungsteil 300, 400 in einem jeweiligen (bei-

spielsweise mit einer Vertiefung versehenen) Randbereich 106

angeordnet sein, wobei ein Verpolungsschut z bereitgestellt

werden kann.



Ein erstes Verbindungsteil kann mit dem Anoden-Kontaktbereich

eines ersten Kontaktbereichs der mehreren Kontaktbereiche

elektrisch gekoppelt sein und von dem Kathoden-Kontaktbereich

des ersten Kontaktbereichs elektrisch isoliert sein. Ferner

kann ein zweites Verbindungsteil mit dem Kathoden-

Kontaktbereich eines zweiten Kontaktbereichs der mehreren

Kontaktbereiche elektrisch gekoppelt sein und von dem Anoden-

Kontaktbereich des zweiten Kontaktbereichs elektrisch iso

liert sein.

Wie in Fig.6A dargestellt ist, können die Anschlussbuchsen,

beispielsweise allgemein die Leiterplatten-externen Verbin

dungselemente 320, 420, an fest vorgegebenen Positionen rela

tiv zu den Bereichen, an denen die Verbindungsteile 300, 400

angeordnet sind, angeordnet sein. Die elektromechanischen An

schlüsse 310, 410 der jeweiligen Verbindungsteile 300, 400

sind derart angeordnet, dass sie nur für zwei Drehorientie

rungen der lichtemittierenden Bauelement-Anordnung 100 zu den

Anschlussbuchsen 320, 420 passen, anschaulich für die in

Fig.6A gezeigte Orientierung sowie für eine um dazu 180° ge

drehte Orientierung, wobei die Drehachse senkrecht zur Bild

ebene verläuft. Dreht man hingegen die lichtemittierende Bau

element-Anordnung 100 nur um 90°, dann erkennt man, dass die

elektromechanischen Anschlüsse 310, 410 nicht zu den An-

schlussbuchsen 320, 420 passen. Auf diese Weise wird ein zu

verlässiger Verpolungsschut z erreicht.

In verschiedenen Ausführungsbeispielen kann das lichtemittie

rende Bauelement als eine Flächenlichtquelle, auch bezeichnet

als Flächenstrahler oder als Flächenstrahler-Lichtquelle,

eingerichtet sein.

Eine Flächenlichtquelle kann in verschiedenen Ausführungsbei

spielen als eine Lichtquelle verstanden werden, das Licht er-

zeugt von einer Quelle, die eine Flächenausdehnung hat, im

Gegensatz zu einer Punktlichtquelle, wie beispielsweise einer

Glühlampe. Verschiedene Beispiele einer Flächenlichtquelle

sind Leuchtdioden (LED) , beispielsweise in Form einer eine



Mehrzahl von miteinander gekoppelten LEDs aufweisenden LED-

Leuchtplatte, organische Leuchtdioden (OLED) , beispielsweise

in Form einer eine Mehrzahl von miteinander gekoppelten OLEDs

aufweisenden OLED-Lichtkachel , eine OLEC-Lichtquelle (wobei

unter einer OLEC eine auf Kohlenstoff basierende organische

Leuchtdiode verstanden wird) , beispielsweise in Form einer

eine Mehrzahl von miteinander gekoppelten OLECs aufweisenden

OLEC-Lichtkachel .

Die flexible Leiterplatte kann eine Schicht oder mehrere

Schichten aufweisen, beispielsweise mit einer Leiterbahnebene

oder mit mehreren Leiterbahnebenen (jeweils aufweisend bei

spielsweise eine oder mehrere Leiterbahnen) .

Durch die Kombination eines elektrisch leitenden, mechani

schen Verbindungsteils (beispielsweise Stecker, Haken, etc.)

mit einer Flex-PCB (beispielsweise durch Verlöten) wird eine

elektromechanische Verbindung von lichtemittierenden Bautei

len (beispielsweise organischen lichtemittierenden Bauteilen

wie beispielsweise OLED-Bauteilen) ermöglicht. In verschiede

nen Ausführungsbeispielen kann durch eine passende Anordnung

der Verbindungsteile kann zusätzlich ein Verpolungsschut z re

alisiert werden.

Das Verbindungsteil kann unterschiedliche Formen annehmen.

Ein passendes Gegenstück kann zur Befestigung von Leiterplat

ten-externen Leitern vorgesehen sein.

Es ist in verschiedenen Ausführungsbeispielen keine weitere

mechanische Befestigung mehr erforderlich.



Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100), aufwei

send :

• mindestens eine flexible Leiterplatte (102);

• mindestens ein lichtemittierendes Bauelement (200),

das mit der flexiblen Leiterplatte (102) gekoppelt

ist ;

• mindestens ein elektromechanisches Verbindungsteil

(300, 400);

• wobei das Verbindungsteil (300, 400) mechanisch an

der flexiblen Leiterplatte (102) befestigt ist und

elektrisch mit dem lichtemittierenden Bauelement

(200) gekoppelt ist, und

• wobei das Verbindungsteil (300, 400) einen elektro-

mechanischen Anschluss (310, 410) aufweist zum me

chanischen und elektrischen Anschließen eines Lei

terplatten-externen Verbindungselements (320, 420).

Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß An

spruch 1 ,

wobei das mindestens eine lichtemittierende Bauelement

(200) mindestens ein organisches lichtemittierendes Bau

element (200) aufweist.

Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß An

spruch 2 ,

wobei das mindestens eine lichtemittierende Bauelement

(200) mindestens eine organische Leuchtdiode (200) auf

weist.

Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß einem

der Ansprüche 1 bis 3 ,

wobei das mindestens eine Verbindungsteil (300, 400) in

oder an einem Randbereich (106) des lichtemittierenden

Bauelements (200) befestigt ist.



5 . Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß einem

der Ansprüche 1 bis 4 ,

wobei das mindestens eine Verbindungsteil (300, 400) an

die flexible Leiterplatte (102) gelötet, geklebt, ge-

steckt, und/oder geklemmt ist.

6 . Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß einem

der Ansprüche 1 bis 5 ,

wobei der elektromechanische Anschluss (310, 410) ein

Steckverbinderteil (310) aufweist.

7 . Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß An

spruch 6 ,

wobei der elektromechanische Anschluss (310, 410) einen

Stecker (310) aufweist.

8 . Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß einem

der Ansprüche 1 bis 5 ,

wobei der elektromechanische Anschluss (310, 410) min-

destens einen Haken (410) aufweist.

Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß einem

der Ansprüche 1 bis 5 ,

wobei der elektromechanische Anschluss (310, 410) min

destens einen Ba onettanschluss aufweist oder mindestens

eine Klemme aufweist.

Lichtemittierende Bauelement-Anordnung (100) gemäß einem

der Ansprüche 1 bis 9 ,

• wobei die mindestens eine flexible Leiterplatte

(102) mehrere Kontaktbereiche aufweist, wobei jeder

Kontaktbereich einen Anoden-Kontaktbereich und einen

Kathoden-Kontaktbereich aufweist ;

• wobei mehrere Verbindungsteile (300, 400) vorgesehen

sind, wobei ein erstes Verbindungsteil (300, 400)

mit dem Anoden-Kontaktbereich eines ersten Kontakt

bereichs der mehreren Kontaktbereiche elektrisch ge

koppelt ist und von dem Kathoden-Kontaktbereich des



ersten Kontaktbereichs elektrisch isoliert ist, und

wobei ein zweites Verbindungsteil (300, 400) mit dem

Kathoden-Kontaktbereich eines zweiten Kontaktbe

reichs der mehreren Kontaktbereiche elektrisch ge-

koppelt ist und von dem Anoden-Kontaktbereich des

zweiten Kontaktbereichs elektrisch isoliert ist.
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